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[Fortsetzung auf der néichsten Seite]

(54) Title: METHOD FOR TREATING A TEMPORARILY BONDED PRODUCT WAFER
(54) Bezeichnung : VERFAHREN ZUR BEHANDLUNG EINES TEMPORAR GEBONDETEN PRODUKTWAFERS

(57) Abstract: The invention relates to a
method for treating a product wafer tempo-
rarily bonded to a carrier wafer, comprising
the following steps: grinding and/or back-
thinning the product wafer on a flat side fa-
cing away from the carrier wafer to a pro-
duct wafer thickness D of < 150 pum, in par-
ticular < 100 pum, preferably < 75 um, more
preferably < 50 pm, especially preferably <
30 um, and after the grinding and/or back-
thinning, treating the surface of the flat side
using means for reducing an, in particular
structural, internal stress of the product wa-
fer.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung be-
trifft ein Verfahren zur Behandlung eines
tempordr autf einem Tragerwafer gebonde-
ten Produktwaters mit folgenden Schritten:
- Schleifen und/oder Riickdiinnen des Pro-
duktwafers an einer vom Trigerwafer abge-
wandten Flachseite auf eine Produktwater-
dicke D von < 150um, insbesondere <
100um, vorzugsweise < 75um, noch bevor-
zugter < 50um, besonders bevorzugt <
30um, - nach dem Schleifen und/oder

Fig. 2

Riickdiinnen Oberflachenbehandlung der Flachseite mit Mitteln zum Reduzieren einer,insbesondere strukturellen, Eigenspannung
des Produktwafers.
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—  vor Ablauf der fiir Anderungen der Anspriiche geltenden
Frist; Verdffentlichung wird wiederholt, falls Anderun-
gen eingehen (Regel 48 Absatz 2 Buchstabe h)




